台積公司的綠色產品
第十三條、第十六條 等級：初級
資料來源：2011年台積公司企業社會責任報告
台積公司生產的產品同時兼顧其品質與對環境之影響
企業概述

台積公司成立於民國七十六年，是全球首創專業積體電路製造服務的公司。身為專業積體電路製造服務業的創始者與領導者，台積公司在提供先進的晶圓製程技術與最佳的製造效率上已建立聲譽。自創立開始，台積公司即持續提供客戶最先進的技術及台積公司 TSMC COMPATIBLE® 設計服務。

台積公司藉由與每個客戶所建立的堅強的夥伴關係，穩定地創造了強而有力的成長。全球的IC供應商因信任台積公司獨一無二的尖端製程技術、先鋒設計服務、製造生產力與產品品質，將其產品交予台積公司生產。在民國九十九年中，台積公司為全球四百多個客戶提供服務，生產超過七千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。

此外，考量到公司長期的成長和策略發展，台積公司決定投資照明（ Lighting）和太陽能（Solar Energy）相關產業，並計劃透過提供差異化的領導技術及提供客戶獨特價值的定位策略，來追求其中的諸多新商機。
案例描述
台積公司生產的產品除要求品質外，堅持生產綠色產品必須就其全生命週期－從原物料生產、運輸、產品生產、產品運輸、產品使用至產品廢棄後處理等，所有過程對環境所造成的衝擊均納入考量。當這些環境績效呈現在產品面時，產品的碳足跡、水足跡或其他環境衝擊足跡等都是重要的指標。
因此，台積公司在自己的工廠做好有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等清潔生產要求，進一步要求或協助供應商做好這些項目，再而責成主要供應商亦應要求其供應商也做好。這些幾年來的努力逐漸形成了綠色供應鏈。
· 符合或優於國際產品環境法規
1. 產品有害物質管理：台積公司透過建立產品有害物質管理系統QC 080000，持續確保台積公司所生產的晶圓及外包之後段封裝產品均符合國際法規及客戶對有害物質管理相關要求，包括：
· 歐盟的有害物質限用指令（EU RoHS）：限制產品中鉛（<1,0 0 0 ppm）、鎘（<10 0 ppm）、汞（<1,0 0 0 ppm）、六價鉻（<1,0 0 0 p pm）、多溴聯苯（<1,0 0 0 p pm）、多溴二苯醚（<1,000ppm）等濃度；台積公司的產品均可符合前述要求，唯晶圓後段之凸塊製程因技術上仍須使用鉛，目前列為EU RoHS所允許使用鉛的項目，而台積公司則持續努力發展無鉛凸塊製程，同時亦完成部分產品之應用，可滿足有需要之客戶。
· 電子產品無鹵素要求：一般客戶對無鹵素要求為產品中溴與氯之各別含量<900ppm、總含量<1,500ppm，台積公司的產品均可符合前述要求。
· 全氟辛烷磺酸 （PFOS） 限制標準：台積公司已於民國九十九年完全廢止製程中使用含PFOS之原物料。
· 歐盟化學物質登錄與管制法令（EU R EACH）：針對歐盟REACH所公布的危險性物質及陸續公告之高關注物質（Substance of Very High Concern, SVHC），台積公司的產品均可符合此法規要求。
· 歐盟廢電子電機設備指令（WEEE）：此法規為針對電子電機設備之終端產品廢棄物規範其回收率。台積公司的半導體晶片產品由最終使用者使用後，併由終端產品業者負責回收。除這些當下的國際法令與客戶要求外，台積公司亦持續關注未來可能新增的法規要求，做好因應準備。
2. 無衝突礦源管理（Conflict Minerals Free）：美國法規「Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act」（「Section 1502」）及國際電子產業企業公民責任聯盟（Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC）針對電子產品所常用之金、鉭、鎢、錫等金屬物質，要求廠商追查並揭露其供應鏈之礦源，避免來自於破壞環境與人權之東非剛果共和國及其鄰邦等衝突地區。台積公司針對此議題已採取行動，通知相關供應商揭露其礦源及其上游之熔煉廠，對於仍不願揭露相關資訊之廠商，台積公司則持續要求其改善，盡可能尋找第二供應商，以確實做到符合客戶與未來法規要求。
· 創造產品的綠色價值
1. 協助客戶設計節能產品：台積公司領先全球的製造技術協助客戶實現綠色產品之設計與製造。例如鼓勵客戶採用低耗能、高效率之電源管理晶片等，不但有益於地球環境也證明有助於市場推廣。
2. 清潔生產提供客戶綠色價值：台積公司持續研發製程技術，提供更先進、效率更佳之製造服務，在晶圓製造過程中減少單位產出所消耗的能資源與污染物產生量，而在產品使用階段亦能達到低耗能、低污染的目標。許多客戶對此表示歡迎。

· 領導供應商建立半導體產品碳足跡
台積公司持續要求與協助供應商建制溫室氣體盤查制度，先是於民國九十八年率先完成積體電路產品類別規則（PCR）與第三類環保產品（EPD）宣告，台積公司於民國一百年二月與上游原物料供應商及下游積體電路封裝廠共同建立十二吋晶圓及封裝後積體電路產品碳足跡，並通過第三者驗證機構之查驗，符合英國PAS2050產品碳足跡標準。同年十一月則完成八吋晶圓PAS2050產品碳足跡驗證；台積公司預計於民國一百零一年完成六吋晶圓產品碳足跡驗證，屆時將可滿足所有客戶之需求。
· 關注半導體產品水足跡
目前國際上對於水資源風險管理與產品水足跡已有許多討論，包括道瓊永續指數與碳揭露計劃之年度評選調查中亦將此部分納入。然而，產品水足跡目前尚未有國際標準。台積公司一向視水為珍貴資源，對於自己工廠與供應商之節水要求已持續多年。
除了於民國九十八年之積體電路第三類環保產品宣告包括了水資源耗用與其他環境衝擊足跡之外，也納入水資源耗用資料於供應商問卷之中，提醒其注意。我們對於國際上針對水足跡而發展中的標準，將持續關注，做好準備。
· 降低產品生命週期能資源耗用
台積公司持續推進半導體高階製程技術，實踐摩爾定律，約每十八個月製程技術就推進一個世代。它將積體電路線寬持續縮小，使得晶粒面積愈來愈小，讓製造單位晶圓所耗用的能資源、原物料愈來愈少，也讓單位產品在使用階段所消耗的電力更為降低。例如，28奈米晶粒所能容納的電子元件數量約為相同面積65奈米晶粒的5倍。而28奈米積體電路產品經過我們內部測試結果，在待機或使用狀態下所耗用的電力則約略僅為65奈米產品的五分之一。
台積公司持續在專業積體電路製造服務領域領先，如28奈米尖端製程技術也已經量產。28奈米製程技術提供高效能（28HP）、高效能低耗電（28HPL）、低耗電（28LP）以及移動式高效能（28HPM）等效益選項。在這些製程中，28HP、28HPL以及28LP皆已完成驗證並成功產出場域可程式化閘陣列（FPGA），繪圖晶片（GPU）、中央處理器（CPU）以及移動式單晶片系統（Mobile SoC）等產品。28HPM也在民國一百年底完成驗證。
客戶在28奈米投片數量倍增於40奈米同時期投片量。眾多客戶產品投入台積生產線，較之前幾世代產品更快初期量產，也獲得更佳良率與環境效益。公司與客戶更早而且更密切合作終而有此成果，未來仍將持續努力提供客戶更先進、更省能的環保產品。

· 協助客戶設計低耗能高效率產品
台積公司類比功率製程研發團隊利用六吋及八吋晶圓廠開發出精進電源半導體製程技術（Bipolar-CMOS-DMOS and Ultra- High Voltage Technology），為客戶提供精進製造技術能力，支援客戶實現其綠能產品設計理念。這種服務協助客戶獲得優於同業的電源管理晶片，穩定電子產品的電力供應，能源損耗也更低。
台積公司提供客戶設計參考流程平台，納入許多創新的低耗電技術。客戶可以藉由此平台設計其省能產品並交由台積公司製造，例如台積公司與客戶合作整合省能技術專利，並提供先進製造技術的「降功耗服務（Power Trim Service）」平台。
台積公司延續設計方法的領先地位，於民國一百年推出設計參考流程12.0版以可應用於透過矽基板（silicon interposer）及矽穿孔（TSV）技術製造生產的二點五維與三維積體電路（2.5- D/3-D ICs）、提高28奈米以模型為基礎模擬可製造性設計的速度。此參考流程亦可運用在先進電子系統階層設計（ESL），整合台積公司的功率、效能及面積製程技術。另外，此參考流程版本將首次呈現台積公司20 奈米穿透式雙重曝影設計（Transparent Double Patterning）解決方案，持續累積在創新開放平台架構下20奈米的設計能力。類比／混合訊號參考流程2.0版本則提供先進的多夥伴類比／混合訊號設計流程，協助處理複雜度與日俱增的28奈米製程效能與設計挑戰，並解決在高階可製造性設計（Superior DFM）與設計規範限制（RDR）間相容性及可靠性問題。參考流程12.0版及類比／混合訊號參考流程2.0版的推出亦能解決應用於下一世代28奈米與20奈米設計上所面臨的關鍵瓶頸。」客戶藉由引入這些台積公司的新技術，同時也獲得了很好的環境效益。
· 產品包裝材料管理與減量
台積公司產品出貨所使用的包裝材料均為可回收物質，包括紙類、塑膠類等，同時符合歐盟對於包裝材料所定鉛、鎘、汞及六價鉻等四種重金屬總含量不得超過100ppm的規定，而塑膠類中亦不包括被普遍禁用的聚氯乙烯（PVC）。在產品包裝材料的減量上，則接近做到完全重複使用。台積公司將產品出貨到客戶端、外包測試或封裝廠之包裝材料回收至本公司廠內，經過整理後重複使用；而原料晶圓的包裝材亦加以回收重複使用於產品出貨，其中用於出貨的晶圓盒則百分之百來自於原料晶圓盒回收或其他回收重覆使用之來源。這些做法使產品包裝材料的用量及廢棄物的產生均減至最少。
